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1. はじめに

　回路・実装設計技術委員会および傘下のシステム Jisso-
CAD/CAE研究会では，個々の CAD/CAEツールの研究開
発から始めて，これらのツールの統合，および SI，PI，
EMI，3D-Jissoなどの設計問題に広く共通する課題をどの
ように解決するかを対象としてきた 1)。そしてこの数年は，
特に高度な設計技術とシステム Jisso-CAD/CAEツールが必
要となる車載分野のトピックスを取り上げて公開研究会を
実施してきた 2)。自動車，医療，エネルギ，の各分野が今
後の電子産業を牽引すると言われているが，現在は，自動
車関連分野が我が国の電子産業の中心であり，その進展へ
の期待は大きい。本稿では，エレクトロニクス産業の今後
を展望し，車載分野における設計技術について述べる。

2. 日本のエレクトロニクス産業の今後

　これまで，日本のエレクトロニクス産業は，半導体やコ
ンシューマ製品によって支えられてきた。1980年代～1990
年代に最盛期を迎えたこれらの産業は，近年，東アジアを
中心とする国々の台頭により，苦戦するに到っている。一
方で，昨今，自動車産業の優位性とその成長が顕著となっ
ている。
　半導体のような印刷技術により広く生産可能な技術分野
では，技術的な競争はもとよりコスト競争がさらに激し
く，その分，日本の技術レベルの高さによる優位性がかき
消されてしまう傾向にある。日本におけるここ数年の産業
の動向を見ると，明らかに半導体・デジタル情報家電から
車載機器へと移行している（図 1）。東アジア圏との差別化
をするためには，技術レベルも重要であるが，それ以上
に，技術を具現化することの難易度が決め手となる。半導
体やコンシューマと比較すると車載分野では，すり合わせ
を伴う技術力が必要となるため，周辺技術が非常に重要と
なり，それ故，日本独自の優位性が発揮できているのでは
ないだろうか。例えば自動車においては，約 100個の CPU
と 100個のセンサが必要であり，今後，ハイブリッド，電
気自動車では，さらに電気の割合が大きくなると予想され

ている。したがって，車載技術で培った「すり合わせ＋も
のづくり」技術を基礎として，これに CAD/CAE技術を駆
使した知的ものづくりと言う付加価値を伴わせることで本
来の技術的優位性が維持されるものと考える。
　先にも記したように，すり合わせ技術が重要となる車載
分野での躍進が顕著であることを顧みると，今後，車載に
加えてロボットなどを含む分野も期待される分野である。
一世を風靡したペットタイプ型同様，昨今，ヒューマノイ
ド型に人気が出ているようであるが，産業用ロボットも活
用が広がり，市場としても期待され，新産業の創出を目指
して展開する必要性があると考える。すなわち，時代は，
メカトロニクス，マルチフィジックスへ方向転換をしてい
る。そうであるならば，これまでの機械系四力の知識と電
気系，情報系知識を併せ持ったエンジニアによる複合設計
（メカトロ／マルチフィジックス設計）が必要となると予想
される。知的ものづくりが必要であり，それに伴う，戦略
的な産業育成と人材育成が必要と考えられる 3)。

3. 車載分野における設計技術

3.1	 ECU 開発における機能安全

　日本の自動車業界では，技術的には 2020年の自動運転の
実現可能性が視野に入ってきている。自動運転で特に重要
となるのが，機能安全をどのようにして保証するかと言う
点である。機能安全は，ISO26262 Part1において「電気電
子 (E/E)システムの機能不全のふるまいにより引き起こさ
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図 1.　日本における産業の動向


